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１、レーザーダイオード 使用上の注意 

 
 

1-1.絶対最大定格について 

レーザーダイオードは過大な電流が流れると、大きな光出⼒が発⽣し、発光部の端⾯が損傷を受けて破壊が起こります。この光損傷は瞬時の過 
電流でも起こるため、⼀瞬たりとも越えてはならない絶対最大値を規定しています。特に、駆動電源印加時と静電気による過電流については注意
をお願いします。 
絶対最大定格内での使用を保証いたしておりますが、絶対最大定格の値はケース温度 25℃で規定された値です。レーザーダイオードは温度が⾼
くなるに従い最大光出⼒や許容損失が低下し、動作範囲が⼩さくなります。また、最大定格内での使用においても⾼温で使用する場合は、低温
での場合よりも寿命が短くなります。これゆえ、放熱、使用光出⼒に対して余裕をもった設計をして下さい。 

 

1-2.放熱について 

レーザーダイオードは⼀般の半導体同様に⻑時間通電に従いジャンクション部で発熱が起こり、素⼦温度が上昇します。放熱が⼗分でないと、 
ケース温度が上昇して光出⼒が減少するため、定められた光出⼒を維持するためにはより多くの電流を流さなければなりません。順電流の上昇は 
ケース温度のさらなる上昇を引き起こし、さらに順電流の上昇という悪循環が⽣じます。 

そのためレーザーダイオードのステムにアルミなどの放熱板（30x30x3mm 以上のもの）を密着させて使用してください。 

 

1-3.静電気やその他サージによる破壊からの保護について 

レーザーダイオードは静電気、サージにより劣化や破壊を起こし、信頼性が低下します。（図 1) 

そこで以下のことに注意して下さい。 

 

a. 機器および回路はアースを施し(アースラインからノイズが入らない様確認してください)、各電源入⼒部にノイズフィルタ、ノイズカット 
トランスなどのサージ静電気対策を⾏って下さい。 

b. 作業をする時は、静電気対策のされた作業服、帽⼦、靴を着用して下さい。特に作業中は、必ずアースバンドを使用して、⾼抵抗 
1MΩを介して人体をアースして下さい。 

c. 運搬、保管のケースは帯電防⽌処理の施されたものを使用して下さい。 
d. 電源を ON/OFF する時に過大なスパイク状のサージ電流が流れると、レーザーがダメージを受け劣化の原因となりますので⼗分に 

ご注意下さい。 
e. ⾼周波サージが発⽣する機器の近くでは、誘導サージによりレーザーが劣化、破壊することがあります。したがって蛍光灯グローランプ 

の様なものの近くでは使用を避けて下さい。 
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(図 1)ESD 印加装置にて故意に Iop を増加させたものを群に分け通電した例 
 
 

1-4.はんだ付けについて 

レーザーのリードにはんだ付けする際は、はんだごてをアースするとともに、作業条件として 350℃以下、3 秒以内、リード付け根より 2 ㎜以上離し
てはんだ付けして下さい。また、リード先端部はメッキが薄くなっていることがあるため、ハンダ付けしないで下さい。 
 

a. ⾼温下で急激に接着強度が低下するダイボン材を使用していますので、パッケージ全体の温度上昇には⼗分注意が必要です。 
そのため、リフロー等の全体加熱方式は推奨しておりません。 

b. リード端⼦を 1 本ずつ部分加熱することを推奨します。(複数リード同時加熱は避けて下さい。) 
c. リード部分加熱のみであっても熱伝導によってパッケージが⾼温になるため、放熱板等によってパッケージの放熱を取っていただいた 

上でのはんだ付けを推奨します。 
d. リードからの熱伝導を抑制するため、GND リードを最初にはんだ付けすることを推奨します。 

 

1-5.接着剤の使用について 

接着剤の使用においては、その揮発成分の影響について、⼗分確認の上ご使用いただく様お願いいたします。 

 

1-6.パッケージの取り扱いについて 

⾼所から落としたり､過度な圧⼒をパッケージに加えたりしないで下さい。リードを曲げるフォーミング加⼯によってガラス封⽌部を破損したり、 
パッケージ内のリードに応⼒を加えることでワイヤーを切断したりすることがないように、⼗分留意してください。 
 

ガラス窓付き品の場合 

レーザーのガラス部には絶対に触れないで下さい。ガラス窓部にキズ、汚れがあるとレーザーの光学特性が変化します。 

 
オープンパッケージ品の場合 

外部環境によって特性や信頼性が低下する可能性があります。トナーや人的異物、煙草の煙を含む異物、イオンによる腐⾷、接着剤やフラックス 
の揮発成分による影響、結露、光ピンセット効果などについて充分に対策していただきますようお願い致します。また、レーザーチップ発光部を含む 
キャップ内の構成部品に触れる事がないように注意してください。 
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1-7.安全性について 

レーザーダイオードの出射光を直接またはレンズを通して⾒ることは非常に危険です。光軸調整を⾏う時はＴＶカメラなどを用いて⾏って下さい。 
半導体レーザのパッケージには下図のような警告ラベルが表示されています。 
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２、レーザーダイオード サージ破壊予防対策について 

 

 

2-1.サージ破壊予防対策例 
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2-2.ノイズ、サージ電圧対策 

⼀般的に電⼦機器の設計において、商用電源の変動として 10％程度の増減を⾒込んで設計されています。しかし、周辺でサージ電圧の発⽣す
る機械装置などが使用されていると、電源電圧の変動に起因する故障や誤動作が⽣じる事があります。これは電源ラインに重畳されたサージによ
るもので、雷などの発⽣の際にもインパルス状態のサージが誘起されます。これらに対して AC ライン側に［図 2-2-1］の様なフィルタを挿入する事
により軽減できます。 

AC ラインからサージや静電気が間接的に入らなくても、回路基板内の半導体素⼦を含む部品に直接印加される恐れのある場合はシールドをする
必要があります。また、シールドに対する対地インピーダンスは低い事が必要です。［図 2-2-2］ 

直接静電気やサージパルスなどがノイズとして印加される恐れのある場合は、特殊な例として図に示す様な保護回路を入れる事があります。 Rx×
Cx の時定数は動作に影響のない範囲でサージパルスの吸収に適した範囲に設定します。 

 

 

 

 

 

 

[図 2-1-1] 
[図 2-1-2] 

[図 2-1-3] [図 2-1-4] 

[図 2-2-1] [図 2-2-2] 
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2-3.ノイズの種類 

実装上の問題となるノイズには(a)アース – 信号線間に発⽣するものと(b)信号線相互間に誘起されるものがある。[図 2-3-1] 

これらはデバイスに与える影響と対処法が異なる。 

ノイズ源と信号線の結合には次に示す様な例がある。（電⼒線をノイズ源とした概念図を[図 2-3-2]に示す） 

 

１、 伝導によるもの ノイズ源と信号線の間に漏洩インピーダンスがある場合 
２、 静電誘導によるもの ノイズ源と信号線の間に静電結合がある場合 
３、 電磁誘導によるもの ノイズ源と信号線の間に相互コンダクタンスがある場合 
４、 クロストークによるもの 2 本以上の信号線が隣接している場合に静電・電磁誘導により⼀⽅の信号線にノイズ電圧を誘起 
５、 接地ループによるもの 信号線の送受信で設置されている時に 2 点間の電位差がノイズとなる 
６、 反射によるもの 信号線のインピーダンス不整合による反射波が信号に重畳する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4.ノイズ除去対策 

ノイズに対して問題のないシステムを作るには、ノイズ源を⾒つけ、除去あるいは減少させる。ノイズを拾わないようにする。ノイズマージンの大きい回
路にする。保護回路を設けるなどの対策が必要です。 

1. ノイズ源での対策 

根本的な対策として、ノイズ発⽣源を処置することが最も効果があります。これには、リレーコイルと並列にダイオード、または抵抗、コンデン 

サを入れることにより、サージ電圧が軽減できます。また、AC 電源ラインを通っているノイズに対しては、フィルタを発⽣源側の電源ラインに 

入れることがあります。また、強電界を発⽣する装置に対しては、シールドを施すなどの発⽣源側の対策を実施すると、妨害を受ける側の 

システム全体への対策は不要となります。その他発⽣源と離すなどの処置も考えられます。 

 

[図 2-3-1] 
[図 2-3-2] 
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2. 接地ラインによる対策 

回路システムの接地ラインは、専用のものを設け、他の電源ラインなどの接地系とは完全に分離することによって、接地系に流れる 

電流による回路システムへの⼲歩を除きます。また、回路システムと筐体との接地は⼀点のみとし、回路システム系と筐体との間に 

閉ループを形成しないようにします。 [図 2-4-1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. シールドによる対策 

外来ノイズの影響を減少させるために、信号線、システム全体をシールドするのは良い⽅法です。静電結合によるノイズの場合は、 

良導体で覆いそれを接地します。これにより、シールドがない場合には、信号線に誘起されるノイズが、シールドラインに誘起され、 

アースにバイパスされます。その他のシールドの例として、⼀般的によく用いられるツイステッドペア線があります。 

2 本の信号線を信号源、受信回路、接地ノイズ源からみて対称にすれば、ノイズは軽減されます。信号線のツイストビッチも伝送 

距離に⽐べて⼩さくすれば、平衡化でき、外来ノイズが軽減されます。ツイステッドペア線の場合、接地ループの発⽣がありますが 

[図 2-4-2] のようにすれば除くことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

[図 2-4-1] 

[図 2-4-2] 
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4. フィルタによる対策 

⼀般に電源装置のノイズは、AC ラインを通って入ることが多いため、AC ラインフィルタを発⽣源側、あるいは、回路システムの AC 電源側に入
れます。また、回路システムの側からみた電源インビーダンスを極⼒下げることも必要であり、電源ラインの要所ごとにコンデンサを挿入し、ノイズ
に対するインピーダンスを下げます。この場合、⽐較的低周波用のバイパスとして大容量のコンデンサと、⾼周波用としてインビーダンスの⼩さい
⼩容量コンデンサを並列に入れるのが望ましい対策です。 

 

5. サージ対策について 

回路システムが、サージ電圧の印加される環境におかれることがありますが、ここでは主なものについて示します。 

LD を、オシロスコープと同じセット内で使用する場合のように⾼圧回路が接近していると、放電によるサージ電圧が印加される場合があります。
[図 2-4-3] 、 [図 2-4-4] に LD の端⼦間にサージ吸収、軽減回路として抵抗、コンデンサを挿入した例を示します。このサージ電圧をい
かに軽減させるかが、信頼性向上のための大きな要因といえます。[図 2-4-3]は、LD の出⼒端保護として、コンデンサ、抵抗を入れた例であ
り、リード線に誘起するサージを軽減しています。[図 2-4-4]には、電源に入るサージを吸収する例を示します。LD のサージ破壊を防ぐには、
サージの侵入経路、および侵入端⼦を捜し、前述の対策をとる必要があります。次に⾒落としがちなものとして、本来等電位と考えられる電源
ラインの線上にサージによる電位差が⽣じて破壊する場合があります。この場合の対策は、サージによる誘起の⽣じない配置、配線⽅式にす
る、シールドを施す、アース点を考慮することが必要です 

 

 

 

 

 

6. サージ測定⽅法 

前項までで、サージの種となりうるノイズの除去⽅法について述べました。 

これらの対策を考慮した上で回路やシステムを設計・開発していただきたくお願いします。さらに、回路やシステムが決まったら、実際にサージが
発⽣していないか、できるだけ実駆動条件に近い形で、LD 駆動回路の電流をチェックする事が必要です。このためには[図 2-4-5]に示すよう
に、電流プローブとデジタルストレージオシロスコープの組み合わせで、ローリングモードなどを使って、実動作時にサージが発⽣していないことを確
認していただきたくお願いします。（図ではノイズ源を想定していますが、駆動回路起因でサージを発⽣させてしまう例も多々あります。その場
合でも、この⽅法でサージを検出することができます。） 

 

 

 

 

 

[図 2-4-3] [図 2-4-4] 

[図 2-4-5] 
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2-5.サージ破壊事例と対策 

1.APC 回路実装時の過電流（突入電流）破壊：電源⽴ち上がり時の過渡特性による破壊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.APC 回路での測定で測定後光出⼒が 0 となる様に VR
1
を下げて LD を交換・セットしたところ、LD が過電流破壊した。 

：前の LD を外した時に回路がオープン状態→出⼒電圧が Vcc まで上がり、次の LD が過電流破壊した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光出⼒が 0 となる様に VR1 を下げた後、出⼒電圧が 0 となる様に Vcc を下げてから LD をセットする。 
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3.駆動電源端⼦に大容量コンデンサを接続していた為破壊 

 ：電源 OFF 時にコンデンサに充電された電圧により、電流が逆に LD 駆動電源端⼦に印加され過電流破壊した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.LD 特性測定中に隣の席の蛍光灯を ON にした瞬間に LD 破壊した。 

 ：蛍光灯 ON 時に共通の AC ラインに~1600V のサージが発⽣し、LD 駆動回路の AC 入⼒に入ったため 
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5.LD の出⼒調整で可変抵抗を廻している際に LD 破壊した。 ：可変抵抗のガリの為、過電流が流れ破壊。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.下図の回路で電源 SW を ON した時に LD 破壊した。 

 ：スロースタータの時定数が大きく APC の⽴ち上がりが遅れて過電流が流れ破壊。 
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